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Szubtraktiv technolégia
A kiindulé alapanyag egy- vagy két-oldalon rézféliaval boritott szigetel6lemez, melynek
elére meghatarozott feliileteirél (ahol a rajzolatra nincs szikség) a fémboritast —

altalaban kémiai maratassal — eltavolitjak.
« biztositott a vezetd réteg jo tapadasa,
- az alamarddas kovetkeztében korlatozott a mintazat felbontasa

Additiv technolégia

A szigetel6lemez (hordozo) felilletére a rajzolatot a kivant geometridban (a maszk altal
szabadon hagyott helyekre) viszik fel.

« finomabb rajzolat, gyengébb tapadas

Féladditiv technolégia
A fenti két eljaras elényeinek egyesitése

Szubtraktiv technolégia Additiv technoldgia 5
kiindulas kész lemez kiindulas kész lemez q
::f\\, g; 2 V ¢
—) —) 3
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NYOMTATOTT HUZALOZASU LEMEZEK
ELOALLITASA ADDITIV ELJARASSAL

1. Kiindulas: szigetelé hordozo lemez 5. Arammentes rézbevonat

2. Tapadasfokozé , katalizalo réteg 6. Fotoreziszt-maszk leoldasa

| | | -

3. Furatok készitése 7. Forrasztasgatlé maszk kialakitasa

| I

4. Negativ fotoreziszt-maszk 8. Bevonat felvitele (1. eléz6 eléadas)

| | ,
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A FELADDITIV TECHNOLOGIA

Kiindulas: 1.) szigetel6 hordozé lemez, amire
11.) egyittkésziilt vékony (~5 um) + vastag (~70 pm) Cu vagy Al foliat
laminalnak; a vastag félia szerepe a vékony rézfélia védelme

| | -

p 3

/< —

1. Furas, vastag Cu félia Iefejtése 3. Vastag (~35 pm) réz galvanizalasa

- — _

4. Fotoreziszt leoldas, differencialmaratas |

2. Vékony (~3 pym) réz darammentes
felvitele

—
_ 5. Forrasztasgatlo+fém bevonat

- BMEETT btegi s specid
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RAJZOLATKIALAKITASI
TECHNOLOGIAK OSSZEHASONLITASA

SZUBTRAKTIV

& BMEETT Tobbrétegl és specidlis NyHL-ek 5/31

AZ EGYUTTLAMINALT TOBBRETEGU
NYOMTATOTT HUZALOZASU LEMEZEK

A tobbrétegli nyomtatott huzalozasu lemezek rétegszamat a vezetd
rétegek szama hatarozza meg.

.

Kiindulas egy- és/vagy kétoldalas nyomtatott huzalozasu lemezekbél.
Minden bellilre kertil§ rétegnek tartalmazni kell mar a rajzolatot és a réz

fellletének ragasztasra el6készitettnek kell lennie (oxidacié CuO és
Cu,0). A lemezeken ilyenkor mar az eltemetett viak furatai jelen vannak.

.

Egyuttlaminalasi technolégia: a lemezeket el6-térhaldsitott (pre-
impregnated) prepreg epoxi foliaval ragasztjuk 6ssze. A pontos
illesztéssel egymasra helyezett lemezek koz6tti prepreg térhalési-

tasahoz 170 °C-on, 150 N/cm2 nyomason 30...60 perc sziikséges.

A rajzolatkialakitasi technologia ezutan megegyezik a kétoldalas
nyomtatott huzalozasu lemezek technolégiajaval. (1.: el6z6 el6adas)
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TOBBRETEGU LEMEZ FURATFAJTAI ES
RETEGEI

forr. felllet  eltemetett via védéfémezés  livegszovet-vazu epoxi lemez

prepreg réteg

Il IE :1 t—_ belss
| huzalozasi réteg

tap és fold réteg —

vastag huzalozas

|_| galvanizalt

| —"  rézréteg

zsdk (vak) via fémezett fali atmend furat
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TOBBRETEGU LEMEZEK
TECHNOLOGIAJA

1. Laminalas l 2. Sajtolas, melegités
Rézfélidval boritott lemez

Prepreg

Rajzolatot tartalmazé lemez

] 3. Furas+szigetel6 maratasa

Prepreg

|
|
|

Il

Rézféliaval boritott lemez

A technolégia innentél megegyezik a kétoldalas nyomtatott huzalozasu

Elkésziilt laminalt I bels6 huzalozasi
tobbrétegli NyHL rétegek
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TOBBRETEGU LAMINALASI VALTOZATOK

Olcsobb, pontatlanabb; a rétegek illeszkedési hibaja a filmillesztési és a
lemezek illesztési hibajabol adodik

+———— Kétoldalas NyHL

\/ Prepreg foliak

[ J———— Kétoldalas NyHL

Dragabb, pontosabb; a rétegek illeszkedési hibaja csak az el6hivo film

illesztési hibajabdl adodik

— Egyoldalas NyHL

Prepreg foliak

T Kétoldalas NyHL

Prepreg foliak

Egyoldalas NyHL
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MIKROVIAK KESZITESI TECHNOLOGIAI

A mikroviak olyan a vezet6rétegeket 0sszekoté fémezett fall furatok,
melyeknek atmérdje 10...100 pm.
A mikroviak alkalmazasanak elényei:

« Kisebb vezetékhossz - nagyobb jelterjedési sebesség - gyorsabb miikddés
« Kisebb méret a furatatmérd és a forrszem méretének csokkenése miatt
« Egyes parazita tényez6k csokkennek, kisebb zaj

« Jobb megbizhatésag

Mikroviak készitésének technoldgiai:

Rétegfelvitel utan furatkészités, majd a furatok fémezése
Furatkészités:

- nagy atméréhoz mechanikus furas a gazdasagos
- kis atméréhoz lézeres furas, plazmamaratas, vagy fotolitografia
Fémezés: a furat falara vagy a furatot teljesen kitoltve
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NAGYFELBONTASU, MIKROVIAS NYHL

A tébbrétegli nyomtatott huzalozasu lemez szekvencidlisan (az egyes
szigeteld, illetve vezet6 rétegek egymast koveto felvitelével) kialakitott
rétegeibe 10...100 uym atmérdjl, vezetbrétegek szintjei kozott atvezeto,

un. mikroviakat alakitanak ki.

Mikroviékat tartalmazo
NyHL fellilnézeti képe

Fels6 rézréteg

Bels6 rézréteg

mikrovia huzalozas
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KULONBOZO TECHNOLOGIAJU
MIKROVIAK SZERKEZETE

U
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UV LEZERES FURAS

Aréz atvaga intenzita |
réz atvagasa nagy intenzitassal K1 = 50 pm
@ | Rézablacioskiszéb  J \
.‘ﬁ
c
2
= | Migyantaablaciéskiszsb  /  \
x [um]
A migyanta eltavolitasa kis intenzitassal
@ | Rézablacioskiszéb
= K2 = 50 pm
£ | Mgyanta ablécids kiszoh K =150um
K3 x[um]
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Viafuras az els6 belsé rétegig
1. Réz atvagasa nagy intenzitassal 2. Szerves anyag eltavolitasa kis intenzitassal
| ——
— ————
Viafuras a tovabbi belsé rétegekig
1. Réz atvagasa nagy intenzitassal 2. Szerves anyag eltavolitasa kis intenzitassal
| ——
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SZEKVENCIALIS TECHNOLOGIAVAL
KESZITETT NYHL-EK

Szekvencialis technoldgia: A tobbrétegli nyomtatott huzalozasu lemezt az egyes
szigeteld, illetve vezetd rétegek egymast koveto felvitelével alakitjak ki. A
vezetdsikok kozotti atvezetéseket mikroviak hozzak létre.

Kiindulasi allapot 3. Maratas E

hordozé n-ik vezetéréteg

4. Fotoreziszt
1. Laminalas eltavolitas

szigetel6 ~ 70 pm  rézfélia ~18 pm

. e 5. Lézeres v. plazmas
2. Fotolit i
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SZEKVENCIALIS TECHNOLOGIAVAL

KESZITETT NYHL-EK
e e e e —

fotoreziszt

7. Fotolitogréafia LE 10. Réz maratés @

alvanizalt 6n . xg
9 n+1-ik vezetéréteg

8. On galvanizalas gug 11. On maratas @
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SZEKVENCIALIS RETEGEPITES
HAGYOMANYOSAN KESZITETT NYHL-RE

szekvencidlis technoldgiaval forrasztasi felliletek
réépitett réteg

L tébbréteg, egyiittlaminalt
nyomtatott huzalozasu lemez
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belsé huzalozasi palya

SZEKVENCIALIS TECHNOLOGIA
FENYERZEKENY SZIGETELOKKEL

Fényérzékeny szigetelt felvitele

| N

hordozé vezetdréteg fényérzékeny szigetel

Fotolitografiai viak — arammentes rézfelvitel, majd
maratas vékony fotoreziszt el6hivasa utan

e e
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SPECIALIS NYOMTATOTT HUZALOZASOK
- FEMHORDOZOS LEMEZEK

Insulated Metal Substrate (IMS): Al fémlemez szigetel6réteggel
bevonva és Cu féliaval boritva

forrasztasgatlo réteg

epoxi réteg fémhordozo réz réteq

Alkalmazasanak célja:
a hdvezetési tényezd javitasa:

epoxi-livegszovet
lemez: 0,2 W/(mK)

IMS lemez: 1,3 W/(mK)
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SPECIALIS NYOMTATOTT HUZALOZASOK
- FEMBETETES LEMEZEK

Cél: a hordozo hétagulasat illeszteni a beforrasztasra kertilé
alkatrészekhez (pl. keramia alapu alkatrészek)

tobbrétegli NyHL betétlemez fémezett falu furat

Hétagulasi egyitthato: Betétlemezek (~ 5 ppm/°C)
* epoxi-Uvegszovet: 12...16 ppm/°C « Cu-Mo-Cu (CMC)
« pl. CCC tok 5,9...7,4 ppm/°C « Cu-Invar-Cu (CIC)
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SPECIALIS NYOMTATOTT HUZALOZASOK

State-of-the-art rajzolatfinomsag

100 pm 75 um 45 um

~4 mil ~ 3 mil ~2mil

Speciélis igények Technolégiai
kielégitésére. hatar.

Ar né, kihozatal romlik.

kivezetések
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VEZET®O UTON...

A ZOLDEBB ELEKTRONIKA FELE 95

- Trend: névekvo e-

hulladék mennyiség;
- Bio-lemezek:
lehetséges ut a H

et 1 O z06ldebb elektronika
Elektronikai hulladék (bal) ; komposztalhato ~ felé;

celluléz-acetat (CA) alapanyag

Préselt hordozok szubtraktiv rézréteggel:

+ ETT-n aktiv kutatasi teriilet

« Bioldgiailag lebomlé alapanyagokbdl + réz + alkatrészek.

* Lehetséges alkalmazasi terlilet, pl. RFID tag-ek.

:@ BMEETT Tobbréteg(i és specidlis NyHL-ek 22131

A BIOMUANYAGOKROL

A BIOMUANYAGOK CSOPORTJAL:

» Bioldgiailag lebonthaté vagy komposztalhatd, de nem
biolégiai forrasbdl szarmazo (szintetikus);
+ Biolégiailag lebonthaté vagy komposztalhaté és bioldgiai |

forrasbol szarmazo;
* Nem bonthaté le, nem komposztalhato, de biologiai
forrasbol szarmazo.

Két tipikus biomiianyag

* CA (Cellulose Acetate) (forras: celluldz)

* PLA (Polylactic Acid) (politejsav, forras pl: kukoricakeményité)
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HOGY KESZUL A LEBOMLO ARAMKORI
HORDOZ0?

Froccsontés + NYAK technolégia

KIINDULASI PONT:

Fréccsontott lemez Lamindlt rézréteg

- Fotolitogréfia
- Galvanizalds + maratés

Végszerelés:
SMT-vel

o

(réntgenesell.) ..

ol i
Arbourg Allrounder fréccsénté; MP20VK lamindtor a rézréteg felvitelére. I I I l I ' I I I l
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PELDA KESZ ARAMKOROKRE

i MP3 lejatsz6 (ETT diplomaterv):

a.) Aramkér megtervezése CAD
rendszerben (alsd/felsé rétegek
kialakitasa.

b.) Aramkér elkészitése a korabban
bemutatott médon.

c.) Végszerelés SMT technolégiaval.

Megoldatlan kérdések:

CA hordozé - Alacsonyabb az anyagok lagyulasi

hémérséklete, ezért alacsony
olvadaspontu 6tvozet alkalmazasa
szlikséges (pl. SnBi).

GPTE-DETDA
bioepoxi hordozé

- Egésgatlas, szalerssités hianya.
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A NYHL-EK MINOGSEGEVEL
KAPCSOLATOS KIHIVASOK

« A kész termék tobb tiz egymast kovetd technoldgia lépés eredményeként
all el6.

* Valamennyi Iépés esetén nagyszamu technolégiai paramétert kell
kontrolalni és ellendrizni.

« Nagyszamu alapanyag és sok technolégiai segédanyag anyag

felhasznalasaval késziil.

« Geometriai sajatossagokbdl adoddan a felvitt rétegvastagsagok a lemez
felliletéhez képest tobb nagysagrenddel kisebbek > nehéz egyenletes

rétegtulajdonsagokat elérni a teljes feliileten.

« Atobbrétegii lemezek esetében a rétegek kdzott nagyszamu atmend furat
teremt galvanikus kapcsolatot. A furatok tdbbsége funkcionalis, azaz ha a
furatfémezés séril, az az aramkér meghibasodasahoz vezet.

Nagyszamu NYHL-hez kotheté meghibasodasi tipus fordul eld.
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A NYHL-EK KERESZTMETSZETEBEN
VIZSGALHATO HIBAJALENSEGEK

Nyomtatott huzalozasu lemezek minéségével foglalkozé ipari szabvany:
+ Altalanos mindségi kévetelmények:

IPC-A-600J: Acceptability of Printed Boards

+ Konkrét technoldgiai paraméterek:
+ IPC-6012D: Qualification and Performance Specification for Rigid Printed

Boards B -

BEE BEEEEE 8 8§
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TOBBRETEGU NYHL HIBATIPUSOK:
PELDA #1

Elvékonyodott furatfémezés
* A vonatkozé szabvany ajanlasai alapjan a minimalis furatfémezés

vastagsag 18 ym

Optikai mikroszkoépos felvétel

IR '

o,
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TOBBRETEGU NYHL HIBATIPUSOK:
PELDA #2

Furatfém szakadas belsé rétegeknél:

* Gyakori hibajelenség, ha a furatfém nem megfelel6 vastagsagu
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TOBBRETEGU NYHL HIBATIPUSOK:

PELDA #3

Rétegelvalas és forrszem alatti repedés
« A rétegelvalas ritkan tapasztalhato jelenség, de a forrszem alatti

repedés annal gyakoribb
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TARTALOMJEGYZEK

* Nyomtatott huzalozasu lemezek gyartastechnologiaja
« Additiv technoldgia

« Féladditiv technoldgia

« Tobbrétegl, egyuttlaminalt nyomtatott huzalozasu
lemezek technologiaja

* Mikroviak készitési technolégiaja
» Szekvencialis technolégiaval készitett nyomtatott

huzalozasu lemezek
» Specidlis nyomtatott huzalozasu lemezek

Fémhordozés NyHL-ek
Fémbetétes NyHL-ek
A z06ld elektronika hordozéi

» Hibatipusok tobbrétegli NYHL-eken
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